附件1
2017中国（广州）集成电路产业发展高峰论坛参会回执

	单  位
	

	
	参会者1
	参会者2

	姓  名
	
	

	性  别
	
	

	职  务
	
	

	办公电话
	
	

	手  机
	
	

	电子邮箱
	
	

	参加8日上午广州开发区座谈会，请填“是”
	
	

	备注信息
	
	


备注：此表可复制，请于5月4日前，将本回执表填写后发送电子邮件至liu2017lhh@163.com，并同时抄送gpasa@vip.163.com。或微信扫描以下二维码，在线报名。
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附件2
2017中国（广州）集成电路产业发展高峰论坛议程（暂定）
主持人：中国电子信息行业联合会 执行秘书长 高素梅

	时间
	内容
	嘉宾

	13:00-13:30
	签到
	全体参会人员

	13:30-13:40
	致辞
	广州市/工信委领导

	13:40-13:50
	致辞
	中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长 周子学

	13:50-14:00
	致辞
	工信部电子司副司长

彭红兵

	14:00-14:15
	致辞推介
	广州开发区领导

	14:15-14:30
	介绍集成电路产业投资情况
	国家集成电路产业投资基金总经理 丁文武

	14:30-15:00
	国内外集成电路产业发展趋势
	中国工程院院士

倪光南

	15:00-15:30
	主题演讲
	芯谋研究首席分析师

顾文军

	15:30-16:00
	企业高层对话
	产业链知名企业高管

	16:00-16:30
	广州集成电路产业机遇与挑战
	电子联合会课题组专家

董云庭

	16:30-16:50
	企业演讲
	海格通信副总工程师

润芯总经理蒋振东

	16:50-17:30
	签约环节
	

	17:30
	会议结束
	主持人高素梅
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